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Abstract (en)
Heat transmission to a fluid in a microstructure body involves a primary energy carrier and a secondary fluid as medium for conducting away heat
liberated in the micro-heat exchanger. The energy carrier is electrical current, which within the microstructure body (13) is converted directly into
heat and then transmitted by heat conduction to the fluid (7) to be heated. The microstructure body is formed in layers and between at least one
layer (11) with mciro-channels for the fluid an electrically directly or indirectly heated layer (12) is arranged. The heated layer or heating elements (9)
is/are made of Fecralloy or anoth metal or a metal alloy with an oxide layer on the surface for insulation.

Abstract (de)
Ein Verfahren zur Warmeubertragung auf ein Fluid in einem Mikrostrukturkérper mit einer Vielzahl von Mikrokanalen fur die Ab- und Zufuhr des
Fluids, sowie einem die Warmeenergie auf das Fluid Gbertragenden Energietrager. Dazu wird ein Teil des Mikrostrukturkérpers durch direkte oder
indirekte ohmsche Erwarmung elektrisch aufgeheizt und die entstandene Warme durch Warmeleitung innerhalb des Mikrostrukturkérpers auf das zu
erwdrmende Fluid Ubertragen. Zur Erzeugung eines aufgeprégten Temperaturprofiles in Strémungsrichtung des zu erwarmenden Fluides wird mit
unterschiedlicher elektrischer Leistung geheizt, um dadurch unterschiedliche Warmemengen Ubertragen zu kénnen. <IMAGE>
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